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특허청  

청  1 

아민과 트 카 복실산   폴리아믹산 , 미드  매  여  식 1과 같

 는  경  폴리 미드 지 ,

 아민(1)과 알킬 아민(2)  포 는 아민 고, 아민에 여 알킬 아민  0.1~80 몰%  포

, 알킬 아민  1-(3,5- 아미 닐)-3-알킬- 시닉 미드(DA-IM-R1), 3,5- 아미 닐-알킬-에 (DA-

O-R1),  3,5- 아미 닐-알킬-에 (DA-Es-R1)   3,5- 아미 닐-알킬-아미드(DA-AM-R1)  택 는

1  상  알킬 아민(2)  아민과, 트 카 복실산  여  폴리아믹산 ,

아 트산 ,  리 ,  p- 루엔 폰산,  1,3- 시클 카 보 미드,  1,4- 아 시클 [2.2.2] 탄,

1,8- 아 시클 [5.4.0]언 -7- , 2,6- 틸 리 , p- 드 시 닐아 트산, o- 드 시 산, m-

드 시 산,  p- 드 시 산,  2,4- 드 시 산,  1- 드 시-2-나 산,  2-(4- 드 시 닐)

릭산, 리 릭산, 4,5- 드 시헥사 드 탈산, 4- 드 시 탈산, 4- 드 시신나믹산, 3-(4- 드 시

닐) 닉산, p- 드 시 폰산, 2,2'4,4'- 트 드 시 , p- 드 시 질알 , p-아미

, p- 드 시 알 드, m-아미 산  p-아미 산  택 는 1  상  미드  매

 여  식 1과 같  는 상 가 2~4   경  폴리 미드 지.

[ 식 1]

 

[상  식 1에
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에  택  나 상  4가  것  특징  ; 

에  택  1  상  2가 , n  10 ~ 1000  연 고; x는 1~4  연 ; R1  각각

탄  1~30 사  알킬  또는 아릴 고; Y는 에 , 아미드 , 미드 ,  에  에  택

나 다. ]

청  2 

  1 에 어 , 

상  폴리 미드 지  고 도가 0.57~1.79 g/dL 고, 량평균 량  10,000~500,000 g/mol  것  특

징  는  경  폴리 미드 지.

청  3 

삭

청  4 

  1 에 어 , 
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상  폴리 미드 지   30~55 dyne/cm  것  특징  는  경  폴리 미드 지.

청  5 

  1 에 어 , 

상  폴리 미드 지는 120 ~200 ℃에  60~120  동안 열경  것  특징  는  경  폴리 미

드 지.

청  6 

삭

청  7 

삭

청  8 

 1 , 2 , 4   5 에  택 는 어느   폴리 미드 지  사 여  것  계

과 동도가 0.1~1.00 ㎠/V·s  것  특징  는 트 지 .

청  9 

아민과 트 카 복실산   폴리아믹산 , 미드  매  여  식 1과 같

 는  경  폴리 미드 지  ,

 아민(1)과 알킬 아민(2)  포 는 아민 고, 아민에 여 알킬 아민  0.1~80 몰%  포

, 알킬 아민  1-(3,5- 아미 닐)-3-알킬- 시닉 미드(DA-IM-R1), 3,5- 아미 닐-알킬-에 (DA-

O-R1),  3,5- 아미 닐-알킬-에 (DA-Es-R1)   3,5- 아미 닐-알킬-아미드(DA-AM-R1)  택 는

1  상  알킬 아민(2)  아민과, 트 카 복실산  여  폴리아믹산 ,

아 트산 ,  리 ,  p- 루엔 폰산,  1,3- 시클 카 보 미드,  1,4- 아 시클 [2.2.2] 탄,

1,8- 아 시클 [5.4.0]언 -7- , 2,6- 틸 리 , p- 드 시 닐아 트산, o- 드 시 산, m-

드 시 산,  p- 드 시 산,  2,4- 드 시 산,  1- 드 시-2-나 산,  2-(4- 드 시 닐)

릭산, 리 릭산, 4,5- 드 시헥사 드 탈산, 4- 드 시 탈산, 4- 드 시신나믹산, 3-(4- 드 시

닐) 닉산, p- 드 시 폰산, 2,2'4,4'- 트 드 시 , p- 드 시 질알 , p-아미

, p- 드 시 알 드, m-아미 산  p-아미 산  택 는 1  상  미드  매

 여  식 1과 같  는 상 가 2~4   경  폴리 미드 지  .

[ 식 1]

[상  식 1에
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에  택  나 상  4가  것  특징  ; 

에  택  1  상  2가 , n  10 ~ 1000  연 고; x는 1~4  연 ; R1  각각

탄  1~30 사  알킬  또는 아릴 고; Y는 에 , 아미드 , 미드 ,  에  에  택
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나 다.] 

청  10 

삭

청  11 

삭

청  12 

 9 에 어 , 

상  폴리 미드 지는 120 ~200 ℃에  60~120  동안 열경  것  특징  는  경  폴리 미

드 지  .

  

 상  

       야

본  경  폴리아믹산 지   폴리 미드 연막     막 트[0001]

지 에  것 다.

     경  

본  경  폴리아믹산 지   폴리 미드 연막     막 트[0002]

지 에  것 , 보다 상 게는 트 카 복시산 과  아민  단량체  

시   폴리아믹산 지  미드  시킴에 어 , 경 가 가능  매   

시 , 120~200℃  미드   가능  뿐만 아니 , 미드 도가 어 어  

막트 지  연체  재   과가  는  신규  경  폴리아믹산  지  에  

것 다.

폴리 미드 지는  트 카 복시산 또는 그 도체   아민 또는  시아 트[0003]

 후 미드 여 는 고내열 지 , 사  단량체  에  여러 가지   가질

 다.

 같  폴리 미드 지는 ·  고내열  지  다 과 같  특  가지고 다:  (1) 뛰어난[0004]

내열산  보 , (2) 사  가능  도가 단  ,  사 도는 약 260 ℃ 고, 단  사  도는

480 ℃ 도  매우 우  내열특  보 , (3) 뛰어난 · 계  특  보 , (4) 내 사   

특  우 , (5) 고  난연  보 , (6) 내약  우 .

상  같   폴리 미드 지는 우  내열특  보 는  지만, 에  극  도[0005]

  , 막트 지  연체  에는 낮  상  등  가지 , 미드  

  공 도가 고 경 에    지 않  단  가지고 다. 

 막트 지  연재 는   상  갖는  막   들  실리  질 (silicon[0006]

nitride),  트 튬(barium strontium),  티타 트(barium titanate) 등   사 고 

고,   경우  막  착   고가  진공  비가  는  단  다.  그리 여  미 특허  

5,946,551  등에 는 비  에   액공 에  막  체  막  는

결과  보고 도 나,  경우에도 300 ~ 700 ℃ 도   공 도가 어 공 도가 200 ℃

 어 는 폴리카보 트, 폴리 폰, 폴리에 폰과 같  틱  에   막

공  어 운 단  안고 다.

또  막트 지  고 동도   연체  주   특   나  타 (pentacene)과 같[0007]
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 극   도체 질과  계 특   고 는 ,  는 체  미

드 도가 개  신규 재  개  크게 고 다. 

     내

        결 고 는 과

상  같   결   본  들  ①  아민 과 ② 특  트 카 복[0008]

실산   시  폴리아믹산 지  , 여 에 120~200℃  도에

 미드 도  나타내는 매  첨가  후  폴리 미드 지는 90 % 상   미드 도

보  뿐만 아니  막특  우 여   트 지  는 계 과 동도 등  

특  뛰어남   본  게 었다. 

또  상  폴리 미드 지는  폴리 미드 지  특  거  그  지  N- 틸-2- 리돈과 같[0009]

 에   우   특  가지고  낮     계 과  동도  갖고  어

120~200℃   공  가능 므  공  특  는  막트 지  연체  다. 

, 본  막트 지  등  첨단 산업  심 재  우   갖 , 공  가[0010]

능  폴리 미드 지  공 는  그  다.

        과  결 단

본  다  식 1  시 는 폴리 미드 지  그 특징  다;[0011]

[ 식 1][0012]

[0013]

상  식 1에 :[0014]

 에  택  나[0015]

상  4가  것  특징  ; 
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[0016]

에  택  1  상  2가 , n  10~1000  연 고; x는 1 ~ 4  연 ; R1  각각[0017]

탄  1~30 사  알킬  또는 아릴 고; Y는 에 , 아미드 , 미드 ,  에  에  택

나 다. 

 같  본  욱 상   다 과 같다.[0018]

본 에  상  식 1  시 는 폴리 미드 지는,  30~55 dyne/cm  에 , [0019]

상 가 2~4  에 다.

본 에  폴리 미드 지    트 카 복시산 는 리트산 , [0020]

트 카 복실산 , 시 탈산 , 비 탈산   헥사 루 리

탈산  사 다.  상   고리  트 카 복시산  에도 에  당

야에  통상  사 어  1,2,3,4-시클 탄 트 카 복시산 [CBDA], 1,2,3,4-시클 탄 트

카 복시산  [CPDA],  5-(2,5- 트 드 퓨릴)-3- 틸시클 헥산-1,2- 카 복시산  

[DOCDA], 4-(2,5- 트 드 퓨릴-3- )- 트 린-1,2- 카 복시산 [DOTDA]  시클

-2,3,5,6- 트 카 복시산 [BODA] 에  택  1  상  지  고리  트 카 복시산 

 사   다.

또  본 에  아민 는  - 닐 아민(p-PDA),  타- 닐 아민(m-PDA),  4,4- 시 아닐린[0021]

(ODA), 4,4- 틸 아닐린(MDA), 2,2-비 아미 닐헥사 루 (HFDA), 타비 아미 시 닐
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폰(m-BAPS),  비 아미 시 닐 폰(p-BAPS),  1,4-비 아미 시 (TPE-Q),  1,3-비 아미

시 (TPE-R), 2,2-비 아미 시 닐 (BAPP), 2,2-비 아미 시 닐헥사 루 (HFBAPP),

5- 아미 산, 2,4- 아미 폰산, 2,5- 아미 폰산,  2,2- 아미 폰산 에  

택  1 상  아민 단량체  사   다. 

편, 본  또 다  아민 단량체 는 극  알킬   아민 단량체  통상  사 어  [0022]

 아민 단량체  사   다. 본 에 는 극   아민 단량체   나  택

여 사  폴리 미드 연체   어능  상시킬  었다. 상  극   아

민 단량체는 체 아민 단량체 사 량에  0 ~100 몰%  게는 0.1~80 량%   사 , 

 사 량에  막  에 지 어가 가능 다.  본 에  사 는 극   아민 단량체는

1-(3,5- 아미 닐)-3-알킬- 시닉 미드(DA-IM-R1),  3,5- 아미 닐-알킬-에 (DA-O-R1),  3,5- 아미

닐-알킬-에 (DA-Es-R1)  3,5- 아미 닐-알킬-아미드(DA-AM-R1) 등 에  택 는 1  또는 2 상

 것  사   다.

 본 에  폴리 미드 지는 상  트 카 복시산 과  아민 단량체  극  가[0023]

지는 아민 단량체 등  아민 단량체  극   매에 시  액 여 다. 상  액 

에  사 는  매는  타-크 ,  N- 틸-2- 리돈(NMP),  틸포 아미드(DMF),  틸아 트아미드

(DMAc), 감마 티 , 2- 시에탄   2-에 시에탄  등 에  택  나 또는 그 상   매

다.  

미드  매 는  아 트산  (acetic  anhydride),  리 (pyridine),  p- 루엔 폰산(p-[0024]

toluenesulfonic  acid),  1,3- 시클 카 보 미드(1,3-dicyclohexylcarbodiimide),  1,4- 아 시클

[2.2.2] 탄  1,4-diaza  bicyclo[2.2.2]octane,  1,8- 아 시클 [5.4.0]언 -7-  (1,8-diazabicyclo

[5.4.0]  undec-7-ene),  2,6- 틸 리 ,   (2,6-dimethylpiperidine),  p- 드 시 닐아 트산(p-

hydroxyphenyl acetic acid), o- 드 시 산(o-hydroxy benzoic acid), m- 드 시 산(m-hydroxybenzoic

acid)  p- 드 시 산(p-hydroxybenzoic  acid),  2,4- 드 시 산(2,4-dihydroxybenzoic  acid),  1- 드

시-2-나 산(1-hydroxy-2-naphthoic  acid),  2-(4- 드 시 닐) 릭산(2-(4-

hydroxyphenyl)isovaleric  acid),  리 릭산(  glycolic  acid),  4,5- 드 시헥사 드 탈산(4,5-

dihydroxyhexahydrophthalic  acid),  4- 드 시 탈산(  4-hydroxyphthalic  acid),  4- 드 시신나믹산(4-

hydroxycinnamic  acid),  3-(40 드 시 닐) 닉산(3-(4-hydroxyphenyl)propionic  acid),  p- 드 시

폰산(p-hydroxybenzenesulfonic  acid),  2,2'4,4'- 트 드 시 (2,2',4,4'-

tetrahydroxybenzophenone),  p- 드 시 질알 (p-hydroxybenzyl  alcohol),  p-아미 (p-aminophenol),

p- 드 시 알 드(p-hydroxy  benzaldehyde),  m-아미 산(m-aminobenzoic  acid),  p-아미 산(p-

amino benzoic acid)   등  산  아민  들  폴리아믹산  체 양   1~50 량%

양  첨가   다.  또 , 미드   경 도는 120~200℃  , 경 시간  60~120  

에 다. 

상     폴리 미드 지는 량평균 량(Mw)  10,000~500,000 g/㏖ , 고[0025]

도가 0.57~1.79 g/㎗ , 열 도는 450~510 ℃ 에 다. 뿐만 아니 , 경  후 폴리 미드 지

 내  크게 개 었다.  또 ,  10  KHz  주 에  2~4  상  보 ,   30~55

dyne/cm  에  알 가 었다.  

상에    같 , 본 에  상  식 1에  시 는 폴리아믹산 지는  매[0026]

도 에  120~200 ℃   공 에 미드   가능  뿐만 아니  극  측쇄  도 에 

여 특   연특  특  개  고  재  공  특  는  막트 지

 연체  다. 뿐만 아니  들   막트 지 는 0.5~1.0 cm
2
/Vs   계

과 동도  보 는 특징  가지고 다. 

, 본  막트 지  등  첨단 산업  심 재  우   갖 , 공  가[0027]

능  폴리 미드 지  들   막트 지   공 는  그  다. 

         과
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본 에  폴리 미드 지는 량평균 량(Mw) 10,000~500,000 g/㏖ , 고 도 0.57~1.79 g/㎗[0028]

, 열 도 450~510 ℃ , 10 KHz  주 에  상  2~4 ,  30~55 dyne/cm 에

다. 또 ,   막트 지  연재  사 어 0.1~1.0 cm
2
/V·s 도  계 과 동도(field

effect mobility)  보 고 었다.

, 본  폴리 미드 지는 연재  120~200 ℃  공 특 , 우   특 , 내[0029]

약   내열  보    에 는 트 지  연체, 컬러  

 층 또는 리 과   (touch panel)  액 시  고  격벽 재료   가

능  뿐만 아니  액 시   복  공 에  가능  과가 다.

     실시   체  내

 같  본  실시 에 거 여 욱 체  는 , 본  다  실시 에 여 [0030]

는 것  아니다.

 실시  1.  폴리 미드 막(LPI-1) 막  [0031]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0032]

10.8 g(0.1 mol)  N- 틸-2- 리돈(NMP)에 시킨 후, 비 탈산 [BPDA] 29.6 g(0.1 mol)  

 첨가 다.      고  도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시키  3 시간동

안  진 시 다.    량  것  었 , N- 틸-2- 리돈  매  

여 0.5 g/㎗  도  30 ℃에  고 도  측 다.  폴리아믹산 액에  2 g   1,8- 아 시

클 [5.4.0]언 -7- (1,8-diazabicyclo [5.4.0]undec-7-ene)  매  첨가  후,   , 200

℃  도에  60 동안 미드   여, 폴리 미드 막(LPI-1)  다. 폴리 미드 막

께는 1,000 Å   어 , 미드 도는 FT-IR  사 여 측 다.

실시  2.  폴리 미드 막(LPI-2) 막  [0033]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0034]

10.8 g(0.1 mol)  N- 틸-2- 리돈(NMP)에 시킨 후, 리트산 [PMDA] 21.8 g(0.1 mol)  

 첨가 다.      고  도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시키  3 시간

동안  진 시 다.    량  것  었 , N- 틸-2- 리돈  매

여 0.5 g/㎗  도  30 ℃에  고 도  측 다.  폴리아믹산 액에 2 g   1,8- 아 시

클 [5.4.0]언 -7-  매  첨가  후, , 200 ℃  도에  60 동안 미드  

여, 폴리 미드 막(LPI-2)  다. 폴리 미드 막  께는 1,000 Å   어 ,

미드 도는 FT-IR  사 여 측 다.

실시  3.  폴리 미드 막(LPI-3) 막  [0035]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0036]

10.8  g(0.1  mol)  N- 틸-2- 리돈(NMP)에  시킨  후,  트 카 복실산  [BTDA]  32.2

g(0.1 mol)   첨가 다.    고  도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시

키  3 시간동안  진 시 다.    량  것  었 , N- 틸-2-

리돈  매  여 0.5  g/㎗  도  30  ℃에  고 도  측 다.  폴리아믹산 액에 2  g

1,8- 아 시클 [5.4.0]언 -7-  매  첨가  후, , 200 ℃  도에  60 동안

미드   여, 폴리 미드 막(LPI-3)  다. 폴리 미드 막  께는 1,000 Å  

 어 , 미드 도는 FT-IR  사 여 측 다.
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실시  4.  폴리 미드 막(LPI-4) 막  [0037]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0038]

10.8  g(0.1  mol)  N- 틸-2- 리돈(NMP)에 시킨 후, 시 탈산 [ODPA]  31.0 g(0.1 mol)

 첨가 다.    고  도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시키  3 시간

동안  진 시 다.    량  것  었 , N- 틸-2- 리돈  매

여 0.5 g/㎗  도  30 ℃에  고 도  측 다.  폴리아믹산 액에  2 g   1,8- 아

시클 [5.4.0]언 -7-  매  첨가  후, , 200 ℃  도에  60 동안 미드  

 여, 폴리 미드 막(LPI-4)  다. 폴리 미드 막  께는 1,000 Å   어

, 미드 도는 FT-IR  사 여 측 다.

실시  5.  폴리 미드 막(LPI-5) 막  [0039]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0040]

10.8 g(0.1 mol)  N- 틸-2- 리돈(NMP)에 시킨 후, 비 탈산 [BPDA] 29.6 g(0.1 mol)  

 첨가 다.      고  도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시키  3 시간동

안  진 시 다.    량  것  었 , N- 틸-2- 리돈  매  

여 0.5 g/㎗  도  30 ℃에  고 도  측 다.  폴리아믹산 액에  2 g   1,8- 아 시

클 [5.4.0]언 -7-  매  첨가  후,  , 120 ℃  도에  60  동안 미드  

  후, 진공 븐에  1시간동안 후열처리  여 폴리 미드 막(LPI-8)  다. 폴리

미드 막  께는 1,000 Å   어 , 미드 도는 FT-IR  사 여 측 다.

실시  6.  폴리 미드 막(LPI-6) 막  [0041]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0042]

9.7  g(0.09  mol)과  1-(3,5- 아미 닐)-3- 타 실- 시닉 미드(DA-IM-18)  4.6  g  (0.01  mol)   N- 틸-

2- 리돈(NMP)에 시킨 후, 비 탈산 [BPDA] 29.6 g(0.1 mol)   첨가 다.      고

 도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시키  3 시간동안  진 시 다. 

  량  것  었 , N- 틸-2- 리돈  매  여 0.5 g/㎗  도  30 ℃

에  고 도  측 다.  폴리아믹산 액에   2 g    2,6- 틸 리  첨가  후,  

, 200 ℃  도에  60  동안 미드   여 폴리 미드 막(LPI-6)  다. 폴

리 미드 막  께는 1,000 Å   어 , 미드 도는 FT-IR  사 여 측 다.

실시  7.  폴리 미드 막(LPI-7) 막  [0043]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0044]

10.8 g(0.1 mol)  N- 틸-2- 리돈(NMP)에 시킨 후, 비 탈산 [BPDA] 29.6 g(0.1 mol)  

 첨가 다.      고  도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시키  3 시간동

안  진 시 다.    량  것  었 , N- 틸-2- 리돈  매  

여 0.5 g/㎗  도  30 ℃에  고 도  측 다.  폴리아믹산 액에   2 g   1,4- 아 시

클 [5,4,0]언 -7-  매  첨가  후,  , 160 ℃  도에  60  동안 미드  

  후, 진공 븐에  1시간동안 후열처리  여 폴리 미드 막(LPI-7)  다. 폴리

미드 막  께는 1,000 Å   어 , 미드 도는 FT-IR  사 여 측 다.

실시  8.  폴리 미드 막(LPI-8) 막  [0045]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0046]

10.8 g(0.1 mol)  N- 틸-2- 리돈(NMP)에 시킨 후, 비 탈산 [BPDA] 29.6 g(0.1 mol)  

 첨가 다.      고  도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시키  3 시간동

안  진 시 다.    량  것  었 , N- 틸-2- 리돈  매  
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여 0.5 g/㎗  도  30 ℃에  고 도  측 다.  폴리아믹산 액에 2 g   2,6- 틸 리

 매  첨가  후,  , 200 ℃  도에  60  동안 미드   여 폴리 미

드 막(LPI-8)  다. 폴리 미드 막  께는 1,000 Å   어 , 미드 도는 FT-IR

 사 여 측 다.

비  1.  폴리 미드(HPI-1)  [0047]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0048]

10.8 g(0.1 mol)  N- 틸-2- 리돈(NMP)에 시킨 후, 비 탈산 [BPDA] 29.6 g(0.1 mol)  

 첨가 다.      고  도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시키  3 시간동

안  진 시 다.  폴리아믹산 액   후,  200 ℃  도에  120 동안 미드  

 여 폴리 미드 막(HPI-1)  다. 폴리 미드 막  께는 1,000 Å   어

, 미드 도는 FT-IR  사 여 측 다.

비  2.  폴리 미드(HPI-2)  [0049]

 질 주 치  착  100 ㎖  에 질 가   통과시키  - 닐 아민(p-PDA)[0050]

10.8 g(0.1 mol)  N- 틸-2- 리돈(NMP)에 시킨 후, 비 탈산 [BPDA] 29.6 g(0.1 mol)  

 첨가 다.      고  도는 20 량%  , 도  0~10 ℃  지시키  3 시간동

안  진 시 다.  폴리아믹산 액   후,  400 ℃  도에  120 동안 미드  

 여 폴리 미드 막(HPI-1)  다. 폴리 미드 막  께는 1,000 Å   어

, 미드 도는 FT-IR  사 여 측 다.

상  실시  1~8과 비  1~2에   폴리아믹산  단량체 , 고 도  다   1에 나타내었다.[0051]

 1

[0052]
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본   상  가  폴리 미드  지  고 도는  0.57~1.79  ㎗/g 었고,  GPC(gel  permeation[0053]

chromatography)에  측  량평균 량  10,000~500,000  g/mol 에 었  매 주 에 

  매우 우  것  나타났다. 

실험  : 폴리 미드 막    특  평가 [0054]

상  실시  1~8과 비  1~2 에    폴리아믹산 액   여 1000 Å  께  막  후,[0055]

90 ℃  도에  2 간 열처리 여 매  거 다.  어, 120~400 ℃ 사  도에  60~120  동안 건

여 폴리 미드 막  다.     

[폴리 미드 막  특  평가][0056]

(1) 도[0057]

 본  에 는  폴리아믹산  액  열경 건   매   변 시 가  폴리 미드  막[0058]

, 120~400 ℃  도 에  60~120 간 열처리  후, 포 지 트 트립   에천트에 

안  평가 결과  다   2에 나타내었다.

(2) 열 특[0059]

 본 에   폴리 미드 지  열 특  알아보  여 실시  1~8과 비  1~2   폴[0060]

리 미드 지  막  후 120~400 ℃  도에  열처리  후 열 량  여 도  

, 그 결과  다   2에 나타내었다. 

 2

[0061]
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◎: ,  ×:[0062]

상   2에  알  듯  본  실시  1~8 에   폴리 미드계 지들  120~200 ℃ [0063]

낮 도에  미드  진 시 에도 고, 포 지 트 거   ITO  에천트에 지 않는

우  내  나타내었 , 는 400 ℃  고 에    HPI-2  동등  도   우  특

 나타내었다.  매  사 지 않고 200 ℃  도에  경  진  HPI-1  경우에는 당 액에

 는 결과  보 다.

또  실시  1~8  폴리 미드 막  450~510 ℃   열 도  나타내었다. [0064]

(3)   , 상   계 동도[0065]

[ 상  측 ][0066]

실시  1~8과 비  1~2   폴리 미드 막  상  측   본 에 는 리[0067]

에  40  nm  께   10
-6
 torr  진공 에  열 착 다.  여 에  폴리 미드  액   여

3000~5000 Å  께  막  후 90 ℃  도에  2 간 열처리 여 매  거 다.   어,  120~400

℃  도에  60~120  동안 건 다. 얻어진 폴리 미드 막 에 지  2 cm   40 nm  께  

막 착  후  계 (impedance analyzer)  여 1 MHz  주 에  상  측 다.

 3

[0068]

[ 막트 지  ][0069]

상   3에  알  듯  본  실시  1~8 에   폴리 미드계 지들  2.0~4.0  [0070]

상  30~55 dyne/cm  에 지  가지고 었  체 내에 타 실 측쇄   단량체

DA-L-18IM가 도  LPI-6  경우 가  낮  상   에 지  나타내었다. 또 , 미드 도  가

 에 지  감 는 계 과 동도  가 과  보  그 결과 0.1~1.00 ㎠/V·s  우

계 과 동도  나타내었다.
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도  간단  

도 1  경 에   폴리 미드(LPI-1)  연막  도   막트 지   I-V[0071]

곡 다.

도

    도 1
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